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절단 버어가 없는 니켈 도금 구리의 평형 도체로 이루어지는 리드 부재를 제공한다.

니켈 도금이 실시된 평형 도체(4)의 양면에 절연 수지 필름(5)을 접합하여 이루어지는 리드 부재(3)로서, 평형

도체(4)는, 연동의 환 도체를 압연하여 도체 폭이 도체 두께의 40배 이상이 되도록 평탄하게 되고, 압연 후의 도

체 표면에 니켈 도금(7)이 실시되어 있다.  이 리드 부재는, 니켈 도금이 실시된 구리의 평형 도체의 에지부에

버어가 없어, 금속박이 버어에 의해 절단되는 일이 없다.

대 표 도 - 도2
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실용신안 등록청구의 범위

청구항 1 

니켈 도금이 실시된 평형(平形) 도체의 양면에 절연 수지 필름이 접합되어 이루어지는 리드 부재로서, 

상기 평형 도체는, 환(丸) 도체를 압연하여 도체 폭이 도체 두께의 40배 이상이고, 압연 후의 도체 표면에 니켈

도금이 실시된 것임을 특징으로 하는 리드 부재.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 

상기 평형 도체의 두께가 0.05mm～0.4mm인 것을 특징으로 하는 리드 부재.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 

상기 평형 도체의 도체 폭이 도체 두께의 40～1000배인 것을 특징으로 하는 리드 부재.

청구항 4 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 

상기 평형 도체가, 연동선(軟銅線)을 압연한 동박에 니켈 도금이 실시된 것임을 특징으로 하는 리드 부재.

청구항 5 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 

상기 평형 도체가, 알루미늄선을 압연한 알루미늄박에 니켈 도금이 실시된 것임을 특징으로 하는 리드 부재.

명 세 서

기 술 분 야

본 고안은, 비수 전해질 전지 등에 이용되는 니켈 도금이 실시된 리드 부재에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

소형 전자 기기의 전원으로서, 예컨대 리튬 이온 전지 등의 비수 전해질 전지가 이용되고 있다.  이 비수 전해[0002]

질 전지로서는, 양극판, 음극판 및 전해액을 다층 필름으로 이루어지는 봉입체에 수납하고, 양극판, 음극판에

접속된  리드  부재를  밀봉  봉지하여  외부로  취출하는  구조의  것이  알려져  있다.   봉입체를  형성하는  다층

필름은, 최내층 필름과 최외층 필름 사이에, 적어도 알루미늄 등의 금속으로 이루어지는 금속박층을 샌드위치

형상으로 접합한 밀봉성이 높은 다층 필름이 이용되고 있다.

리드 부재는 절연체에 의해 밀봉 봉지되어 있지만, 장기 사용으로 전지 내에 수분이 침입하여 전해액과의 반응[0003]

에 의해 불화수소산이 발생한다.  리드 부재는 평형(平形) 금속 도체를 이용한 탭(tab) 형상이고, 그 금속 도체

로서 알루미늄, 니켈(니켈 도금을 포함함), 구리 등이 이용되지만, 음극측에서는 구리의 금속 도체가 사용되는

경우가 많다.  니켈 금속은 불화수소산에 부식되기 어렵기 때문에, 리드 부재의 금속 도체에 전기 전도성이 좋

은 구리를 이용하는 경우는, 니켈 도금을 실시한 니켈 도금 구리로 하여 사용된다(예컨대, 특허문헌 1 참조).

또한, 니켈 도금이 실시된 평각(平角) 도체의 형성 방법으로서, 니켈 도금이 실시된 연동 환선(丸線)을 정사각[0004]

형 내지 직사각형의 사각형으로 신선하고, 이를 압연하여 얇은 평각(평형) 형상으로 해서 가요성 플랫 케이블

(flexible flat cable)의 도체로 하는 것이 알려져 있다(예컨대, 특허문헌 2 참조).

선행기술문헌
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특허문헌

(특허문헌 0001) 일본 특허공개 2010-33888호 공보 [0005]

(특허문헌 0002) 일본 특허공개 2009-117275호 공보 

고안의 내용

해결하려는 과제

비수 전해질 전지에 이용하는 리드 부재의 평형 금속 도체(이하, 평형 도체라고 함)는, 통상 폭이 넓은 도체박[0006]

을 탭 형상으로 절단하여 도금을 실시한 후에 봉지 부분에 절연 필름을 부착하여 형성된다.  특허문헌 1에 개시

된 바와 같이, 리드 부재의 평형 도체로서 니켈 도금 구리를 이용하는 경우, 연질의 구리 도체박을 절단하여 형

성하지만, 절단 시에 절단 버어(burr)나 절단 가루가 생기는 경우가 있다.  리드 부재가 전극이 되는 금속박과

접속되었을 때에 절단 버어가 금속박을 깨서 전기를 취출시킬 수 없게 되어 전지로서 사용할 수 없게 될 우려가

있다.

또한, 특허문헌 2에는, 니켈 도금이 실시된 연동 환선을 압연하여 형성하는 방법이 개시되어 있지만, 도체 폭이[0007]

도체 두께의 10배 정도인 평각 도체(예컨대, 도체 두께 0.035mm, 도체 폭 0.3mm～0.4mm)이고, 가요성 플랫 케이

블용의 도체를 대상으로 한 것이다.  한편, 비수 전해질 전지에 이용하는 리드 부재의 평형 도체는, 도체 두께

0.1mm로 하면 도체 폭이 4mm～7mm이고 도체 폭이 도체 두께의 40～70배 정도이다.  특허문헌 2에서는, 이와 같

은 폭이 넓은 평각 도체까지는 상정되어 있지 않고, 도금한 상태에서의 압연은 곤란하다.

본 고안은 전술한 실상에 비추어 이루어진 것으로, 절단 버어가 없는 평형 도체로 이루어지는 리드 부재를 제공[0008]

한다.

과제의 해결 수단

본 고안에 의한 리드 부재는, 니켈 도금이 실시된 평형 도체의 양면에 절연 수지 필름을 접합하여 이루어지는[0009]

리드 부재로서, 평형 도체는, 연동 또는 알루미늄의 환(丸) 도체를 압연하여 도체 폭이 도체 두께의 40배 이상

이 되도록 평탄하게 되고, 압연 후의 도체 표면에 니켈 도금이 실시되어 있는 것을 특징으로 한다.

고안의 효과

본 고안에 의하면, 리드 부재의 니켈 도금이 실시된 평형 도체의 에지부에 버어가 없어, 리드 부재가 전극이 되[0010]

는 금속박에 접속되었을 때에 금속박이 버어에 의해 절단되어, 제조된 전지를 사용할 수 없게 되는 일이 없다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 고안의 리드 부재를 비수 전해질 전지에 이용한 예를 나타내는 도면이다.[0011]

도 2는 본 고안의 리드 부재의 일례를 설명하는 도면이다.

도 3은 본 고안의 리드 부재의 제조 방법의 개략을 설명하는 도면이다.

고안을 실시하기 위한 구체적인 내용

도 1에 의해, 본 고안에 의한 리드 부재의 개략과 비수 전해질 전지에의 사용예를 설명한다.  도 1(A)는 비수[0012]

전해질 전지의 외관을 나타내는 도면, 도 1(B)는 리드 부재의 봉입 상태를 나타내는 도면이다.  도면 중, 1은

비수 전해질 전지, 2는 봉입체, 2a는 최내층 필름, 2b는 금속박층, 2c는 최외층 필름, 3은 리드 부재, 4는 평형

도체, 5는 절연 수지 필름, 5a는 내측층, 5b는 외측층, 6은 시일부, 7은 니켈 도금층을 나타낸다.

비수 전해질 전지(1)는, 양극판과 음극판을 세퍼레이터를 개재하고 적층한 적층 전극군과 전해액을, 금속박을[0013]

포함하는 다층 필름으로 이루어지는 봉입체(2)에 수납하고, 도 1(A)에 나타내는 바와 같이, 전극판에 접속된 리

드 부재(3)를, 절연 수지 필름(5)을 통해 봉입체(2)의 시일부(6)로부터 밀봉 봉지한 상태로 취출하여 구성된다.

봉입체(2)의 다층 필름은, 후술하는 바와 같이, 적어도 금속박의 양면에 수지 필름을 접합하여 형성된다.

봉입체(2)는 비수 전해질 전지(1)의 외장 케이스가 되는 것이고, 예컨대 직사각 형상의 2장의 다층 필름 주변의[0014]

공개실용신안 20-2013-0000598

- 3 -



시일부(6)를 열 용착에 의해 시일함으로써 밀봉된다.  리드 부재(3)는, 도 1(B)에 나타내는 바와 같이, 평형 금

속 도체(4)에 절연 수지 필름(5)을 미리 열 용착에 의해 접합하여 이루어지고, 이 절연 수지 필름(5)과 봉입체

(2)의 다층 필름이 열 융착되어 리드 부재(3)와 다층 필름이 밀봉된다.

평형 금속 도체(이하, 평형 도체라고 함)(4)는, 두께가 0.05mm～0.4mm인 것이 사용된다.  본 고안의 평형 도체[0015]

는 도체의 폭이 두께의 40배 이상이다.  도체 폭은 100mm 정도까지이다.  이 평형 도체(4)를 단자 도체로 하고,

이 평형 도체(4)의 봉입체(2)로부터의 취출 부분에 절연 수지 필름(5)을 부착하여 구성된다.  절연 수지 필름

(5)은, 평형 도체의 양면에 위치를 맞춰서 접합된다.  이 절연 수지 필름(5)은, 평형 도체의 길이보다 짧고 평

형 도체의 폭보다 넓은 것이 이용된다.

절연 수지 필름(5)은, 예컨대 전극판에 접속되는 리드 부재(3)의 평형 도체(4) 양면에 접착 또는 용착되는 내측[0016]

층(5a)과, 봉입체(2)와 융착되는 외측층(5b)의 2층으로 형성할 수 있다.  내측층(5a)은, 미리 가열 용융에 의해

평형 도체(4)에 밀착시켜 도체 계면에서의 양호한 밀봉 봉지를 형성해 둔다.  외측층(5b)은, 내측층(5a)보다는

융점이 높은 것이 이용되고, 평형 도체(4)와의 밀봉 봉지 시에는 용융이 생기지 않도록 하여 형상을 유지한다.

그리고, 봉입체(2)와의 시일 시에, 외측층(5b)과 봉입체(2)를 융착시킴으로써, 봉입체(2) 내의 금속박(2b)과 평

형 도체(4)가 전기적으로 단락하지 않도록 할 수 있다.

봉입체(2)를 형성하는 다층 필름은 적어도 3층의 적층체로 이루어지고, 그의 최내층 필름(2a)은, 전해액에서 용[0017]

해되지 않고 시일부(6)로부터 전해액이 누출되는 것을 방지하는 데 적합한 것으로서 폴리올레핀 수지(예: 무수

말레산 변성 저밀도 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌)가 이용된다.  금속박층(2b)은 두께 10㎛ 정도의 알루미늄,

구리, 스테인레스 등의 금속박이 이용되고, 전해액에 대한 밀봉성을 높인다.  최외층 필름(2c)은 얇은 금속박층

(2b)을 보호하기 위한 것이고, 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 등으로 형성되어 있다.

한편, 비수 전해질 전지(1)의 양극측에는 알루미늄 금속으로 이루어지는 리드 부재가 이용되지만, 본 고안에 의[0018]

한 니켈 도금 구리 또는 니켈 도금 알루미늄 으로 이루어지는 리드 부재는 음극측에 이용된다.

도 2는 본 고안의 리드 부재(3)의 일례를 나타내고, 도 2(A)는 세로 방향 단면, 도면 2(B)는 가로 방향 단면을[0019]

나타낸다.  평형 도체(4)는, 후술하는 바와 같이, 단면이 환형인 연동 또는 알루미늄의 도체를 압연하여 평탄하

게 해서 형성되기 때문에, 가로 방향(폭 방향)의 양 단부(4a)는 환을 찌그러뜨린 형상의 둥그스름함을 갖고 각

(角)이 없는 매끄러운 형상이 된다.  즉, 도체박을 절단했을 때에 생기는 절단 버어가 없는 평형 도체로 할 수

있다.  이 버어가 없는 구리 또는 알루미늄의 평형 도체(4) 표면에 니켈 도금을 실시하여 니켈 도금층(7)으로

피복하고, 전술한 절연 수지 필름(5)을 부착하여 리드 부재(3)로 한다.

전술한 리드 부재(3)가 비수 전해질 전지(1)의 전극 단자로서 도 1과 같이 조립되었을 때, 평형 도체(4)의 양[0020]

단부(4a)는 버어가 없는 둥그스름한 매끄러운 에지로 되어 있다.  이 때문에, 봉입체(2)의 금속박(2b) 등을 파

손하지 않고, 또한 평형 도체(4)와 봉입체(2)의 금속박(2b)의 전기적인 단락도 생기지 않는다.

도 3은 전술한 리드 부재(3)의 제조 방법의 일례를 나타내는 도면이다.  우선, 도 3(A)에 나타내는 바와 같이,[0021]

소정의 외경(또는 단면적)을 갖는 연동 또는 알루미늄의 환 도체(4')(선 형상)가 준비된다.  이 환 도체(4')는,

도 3(B)에 나타내는 바와 같이, 예컨대 압연 롤러(8)에 의해 평탄하게 된다.  한편, 본 고안에 있어서는, 도체

두께(T)에  대하여  도체  폭(W)이  50～70배  정도가  되도록  압연하여  평형  도체(4)로  하는  것이  바람직하다.

또한, 도체 폭의 양 단부(4a)는 둥그스름함이 남도록 압연한다.

이어서, 도 3(C)에 나타내는 바와 같이, 평형 도체(4)의 표면에 니켈 도금 처리가 실시되어 니켈 도금층(7)으로[0022]

피복된다.  이 도금 처리는, 압연된 긴 선 형상의 평형 도체(4)를 도금욕에 통과시키도록 하여 행해도 좋지만,

리드 부재로서의 소정 길이의 평형 도체로 절단하고 나서 도금 처리하도록 해도 좋다.

그 후, 니켈 도금층(7)으로 피복된 평형 도체(4)의 소정 부분에 절연 수지 필름(5)이 부착된다.  절연 수지 필[0023]

름(5)은, 평형 도체(4)가 절단되지 않고서 도금 처리되어 있는 경우는, 장척의 평형 도체(4)에 간헐적으로 부착

되고, 이어서 소정 위치에서 절단되어 리드 부재가 된다.

연동의 환 도체를 압연하여 두께 0.1mm, 폭 4.0mm(도체 폭이 도체 두께의 40배)의 평형 도체로 하고, 이를 니켈[0024]

도금했다.  별도로, 연동의 환 도체를 압연하여 두께 0.1mm, 폭 100mm(도체 폭이 도체 두께의 1000배)의 평형

도체로 하고, 이를 니켈 도금했다.  이들 니켈 도금된 평형 도체의 양면으로부터 절연 수지 필름을 도 3(D)에

나타내는 바와 같이 접합하여 리드 부재로 했다.

이들 리드 부재를 두께 0.01mm의 전극이 되는 금속박에 접속했지만, 리드 부재에 버어가 없기 때문에 금속박이[0025]
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절단되는 일이 없었다.

두께 0.1mm의 동박을 슬릿하여 폭 4.0mm의 평형 도체로 베어냈다.  이 동박을 니켈 도금했다.  도금 후의 평형[0026]

도체는 최대로 0.03mm의 버어가 있었다.  이 버어가 있는 리드 부재를 두께 0.01mm의 전극이 되는 금속박에 접

속했다.  버어에 의해 금속박이 절단되는 경우가 있었다.  금속박이 절단되면 전기를 전지 밖으로 취출할 수 없

다.

부호의 설명

1: 비수 전해질 전지[0027]

2: 봉입체

2a: 최내층 필름

2b: 금속박층

2c: 최외층 필름

3: 리드 부재

4: 평형 도체

4a: 단부

4': 환 도체

5: 절연 수지 필름

5a: 내측층

5b: 외측층

6: 시일부

7: 니켈 도금층

8: 압연 롤러
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도면

도면1
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도면2
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도면3
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